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Nationales Vorwort 

Dieses Dokument (EN 16602-70-08:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/CLC/TC 5 „Raumfahrt“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 131-10-01 AA „Interoperabilität von 
Informations-, Kommunikations- und Navigationssystemen“ im DIN-Normenausschuss Luft- und Raumfahrt (NL). 

Dieses Dokument (EN 16602-70-08:2015) basiert auf ECSS-Q-ST-70-08C. 

Dieses Dokument enthält unter Berücksichtigung des DIN-Präsidialbeschlusses 1/2004 nur die englische 
Originalfassung von EN 16602-70-08:2015.   

Dieses Dokument wurde speziell zur Behandlung von Raumfahrtsystemen erarbeitet und hat daher Vorrang 
vor jeglicher Europäischer Norm, da es denselben Anwendungsbereich hat, jedoch über einen größeren 
Geltungsbereich (z. B. Luft- und Raumfahrt) verfügt. 
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Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Begriffe und Abkürzungen 

3 Begriffe und Abkürzungen 

3.1 Begriffe aus anderen Normen 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die Begriffe nach ECSS-S-ST-00-01. 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe nach ECSS-Q-ST-70-28: 

Reparatur 

Nacharbeit 

3.2 Für diese Norm spezifische Begriffe 

3.2.1 
Zulassungsbehörde 
Einrichtung, die auf der Grundlage der Bewertung der Prüfergebnisse das Verifizierungsprogramm überprüft 
und annimmt sowie die endgültige Zulassung erteilt 

3.2.2 
Basismaterial 
Basislaminat 
siehe „Substrat“ 

3.2.3 
Gabellötstützpunkt 
Lötstützpunkt mit Schlitz oder Spalt, in den Drähte oder Anschlüsse vor dem Löten eingeführt werden 

3.2.4 
Löteinsatz 
auswechselbarer Wärmespeicher eines Lötkolbens 

3.2.5 
Blase 
örtlich begrenzte Schichtentrennung 

3.2.6 
Brückenbildung 
Lotansammlung oder Umhüllung zwischen Teilen und Bauelementanschlüssen oder dem Basismaterial, das 
bzw. die einen erhöhten Steg bildet 

ANMERKUNG  Siehe „Hohlkehle“. 

3.2.7 
umgebogener Anschluss 
Leiter oder Bauelementanschluss, der durch eine Leiterplatte hindurchgeführt und dann umgebogen wird, um 
den Kontakt mit dem Lötauge der Leiterplatte herzustellen 

ANMERKUNG  Der umgebogene Teil muss nicht flach auf dem Lötauge aufliegen, und vor dem Löten dieser Art von 
Anschlüssen ist ein gewisses immanentes Rückfedern wünschenswert. 
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3.2.8 
kalter Fluss 
durch Druck hervorgerufene Bewegung der Isolierung, z. B. Teflon (PTFE) 

3.2.9 
kalte Lötverbindung 
Lötverbindung, bei der das Lot ein stückiges, runzliges oder aufgeschichtetes Aussehen hat und Anzeichen 
eines mangelhaften Fließens oder einer mangelhaften Benetzung aufweist 

ANMERKUNG  Sie kann glänzend oder matt, jedoch nicht körnig aussehen. Sie weist gewöhnlich scharfe Grenzlinien 
anstelle von durchgehend glatten Hohlkehlen zwischen dem Lot und den zu verbindenden Flächen auf. Diese Linien 
werden entweder durch ungenügende Erwärmung oder dadurch hervorgerufen, dass ein Bereich der zu verbindenden 
Flächen die Löttemperatur nicht erreicht. 

3.2.10 
Bauelement 
Bauteil mit einer elektronischen, elektrischen oder elektromechanischen Funktion, das aus einem oder 
mehreren miteinander verbundenen Element(en) besteht und gewöhnlich nicht ohne Zerstörung demontiert 
werden kann 

ANMERKUNG 1 Die Benennungen Bauelement und Teil können gegeneinander ausgetauscht werden. 

ANMERKUNG 2 Transistoren, integrierte Schaltungen, Hybridschaltungen, Kondensatoren. 

3.2.11 
Bauelementanschluss 
Volldraht, der aus einem Bauelement herausragt und als Verbindung zu einem weiteren Bauelement dient 

3.2.12 
Leiter 
Volldraht, Litze oder Anschlussstelle an einer Leiterplatte, der/die als elektrische Verbindung zwischen 
Anschlüssen dient 

3.2.13 
Umhüllung 
konforme Schutzschicht 
dünner Schutzüberzug, der sich der Form der überzogenen Baugruppe anpasst 

3.2.14 
Verbindung 
elektrischer Anschluss 

3.2.15 
Kontaktwinkel 
Winkel zwischen Halbebenen, die tangential zu einer Flüssigkeitsoberfläche und einer Grenzfläche zwischen 
Festkörper und Flüssigkeit an deren Schnittpunkt liegen 

ANMERKUNG  Dies gilt insbesondere für den Kontaktwinkel von flüssigem Lot, das sich in Kontakt mit einer festen 
Metalloberfläche befindet. Der Kontaktwinkel kann näherungsweise nach Erstarrung des Lots durch Schattenprojektion 
oder in anderer Weise durch Messen bestimmt werden. Der Kontaktwinkel ist immer der Winkel innerhalb der Flüssigkeit. 

3.2.16 
Verunreinigung 
Partikel, Flüssigkeiten, Gase, Stoffe und Mikroorganismen, die durch ihre Anwesenheit das Verhalten eines 
Teils oder Elements negativ beeinflussen können 

3.2.17 
Korrosion 
Qualitätsminderung eines Metalls durch chemische oder elektrochemische Reaktion mit seiner Umwelt 
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3.2.18 
gebrochene Lötverbindung 
Lötverbindung, die innerhalb des Lots gerissen oder gebrochen ist 

3.2.19 
Entnetzen 
Zustand einer Lötfläche, auf der flüssiges Lot nicht fest haftet und der durch eine scharfe Grenze zwischen 
Lot und Leiter oder Lot und Lötstützpunkt/Anschlussfläche charakterisiert ist 

ANMERKUNG  Dies ist oft als matte Oberfläche mit Inseln von dickerem glänzendem Lot zu erkennen. 

3.2.20 
gestörte Lötverbindung 
unzureichende Verbindung infolge Relativbewegung zwischen Leiter und Anschlussstelle während des 
Erstarrens des Lots 

3.2.21 
elektrische Verbindung 
leitende Verbindung in elektrischen oder elektronischen Stromkreisen 

3.2.22 
eutektische Legierung 
Legierung aus zwei oder mehr Metallen mit einem ausgeprägten Schmelzpunkt 

ANMERKUNG  Ein eutektisches Lot ist eine Zinn-Blei-Legierung mit 63 % Sn und 37 % Pb, die bei 183 °C schmilzt. 

3.2.23 
Hohlkehle 
konkave Ansammlung eines glatten Materials zwischen zwei Oberflächen 

ANMERKUNG  Beispiel: Lotkehle zwischen einem Bauelementanschluss und einem Lötauge oder Lötstützpunkt bzw. 
Hohlkehle aus Umhüllungsmaterial zwischen einem Bauelement und der Leiterplatte. 

3.2.24 
Flussmittel 
Material, das beim Löten den Oxidfilm entfernt, die Oberfläche gegen Oxidation schützt und bewirkt, dass das 
Lot die zu verbindenden Oberflächen benetzt 

3.2.25 
Flussmittelwirkung 
Eigenschaft eines Flussmittels, durch die der kleinste Kontaktwinkel zwischen geschmolzenem Lot und einer 
festen Oberfläche ermöglicht wird  

ANMERKUNG  Siehe auch „Kolophonium“. 

3.2.26 
Glasmeniskus 
Glaskehle der Dichtung eines äußeren Anschlusses am Gehäuse 

3.2.27 
Hofbildung 
Zustand im Basismaterial einer Leiterplatte, bei dem sich um Löcher oder andere mechanisch bearbeitete 
Bereiche aufgehellte Flächen auf oder unter der Oberfläche des Laminats bilden 

3.2.28 
Hakenlötstützpunkt 
Lötstützpunkt in Form eines Hakens 

Full document details: DIN EN 16602-70-08:2015-05

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16602-70-08-2015-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16602-70-08-2015-05


DIN EN 16602-70-08:2015-05 

6 

3.2.29 
Eiszapfen 
siehe 3.2.49 („solder icicle“) 

3.2.30 
Durchkontaktierung 
Leiter, der Leiterbilder zwischen entgegengesetzten Seiten einer Leiterplatte verbindet 

ANMERKUNG  Gewöhnlich ein metallisiertes Loch. 

3.2.31 
überlappter Anschluss 
Verbinden oder Verschmelzen von zwei sich überlappenden Metalloberflächen mit Lot ohne weitere 
mechanische Befestigung oder Halterung 

3.2.32 
Maserbildung 
Zustand im Basismaterial einer Leiterplatte in Form voneinander getrennter weißer Punkte oder „Kreuze“ 
unter der Oberfläche des Basismaterials, bei denen Fasern im Glasgewebe an der Gewebekreuzung getrennt 
sind 

ANMERKUNG  Beim Löten kann Maserbildung durch übermäßige Wärmezufuhr hervorgerufen werden. 

3.2.33 
Mehrlagen-Leiterplatte 
Produkt aus abwechselnd aufeinanderfolgenden Schichten von Leiterplattensubstraten und Isolierstoffen, die 
durch gleichzeitige Anwendung von Wärme und Druck vor dem Bohren und Galvanisieren von Löchern 
miteinander verbunden (gebonded) werden 

ANMERKUNG  Siehe auch „Leiterplatte“. 

3.2.34 
Lötauge 
Anschlussstelle an einer leitenden Oberfläche auf einer Leiterplatte, an die Anschlüsse (bzw. 
Anschlussdrähte) zum Erzeugen elektrischer Verbindungen gelötet werden 

ANMERKUNG Dieses Lötauge kann bei Anschluss eines stromführenden Leiters als funktional oder, bei Isolierung des 
Lötauges, als nichtfunktional bezeichnet werden. 

3.2.35 
Grübchen 
kleine Löcher oder scharfkantige Vertiefungen in der Oberfläche des Lots 

ANMERKUNG  Grübchen können durch Ausblasen von eingeschlossenem oder überhitztem Flussmittel entstehen. 

3.2.36 
metallisiertes Loch 
Loch, auf dessen Innenwandung Metall aufgetragen wird 

ANMERKUNG 1 In Anlehnung an das IEC Multilingual Dictionary. 

ANMERKUNG 2 Es ist auch als verstärktes Loch bekannt. Die Konfiguration wird verwendet, um einem gelöteten 
Anschluss eine zusätzliche mechanische Festigkeit zu verleihen oder eine elektrische Verbindung auf einer beidseitig 
beschichteten oder Mehrlagen-Leiterplatte herzustellen. 

3.2.37 
Vergussmasse 
in der Regel elektrisch nichtleitende Masse zum Einbetten von oder als Füllstoff zwischen Bauelementen, 
Leitern oder Baugruppen 
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3.2.38 
Leiterplatte 
Produkt, bei dem von einer oder beiden Oberfläche(n) eines kupferkaschierten Isoliersubstrats durch 
selektives Ätzen von überschüssigem Kupfer das vorgesehene Schaltungsbild hergestellt wird, das 
anschließend einen Lot- oder Goldüberzug erhält 

ANMERKUNG  Die Bezeichnung „Leiterplatte“ umfasst folgende Gruppen: 

  einseitig beschichtete Leiterplatten; 

  starre oder flexible, beidseitig beschichtete Leiterplatten; 

  starre oder starr-flexible Mehrlagen-Leiterplatten. 

3.2.39 
Harz 
gewöhnlich transparente oder durchscheinende und gelbliche bis braune natürliche Substanz 

ANMERKUNG  Harze entstehen aus Pflanzenausscheidungen und sind in organischen Lösemitteln, jedoch nicht in 
Wasser, löslich. „Harz“ ist ein Gattungsname; beim Weichlöten wird die spezielle Benennung „Kolophonium“ benutzt. 

3.2.40 
Widerstandslöten 
Lötverfahren mit Stromfluss zwischen zwei Elektroden durch die zu lötende Fläche hindurch 

3.2.41 
Kolophonium 
natürliches Harz, das als Rückstand aus Kiefernharz gewonnen wird, nachdem das Terpentinöl entfernt 
wurde; es besteht hauptsächlich aus Abietinsäure und verwandten Harzsäuren und einem Rest aus 
Harzsäureestern 

ANMERKUNG  Es ist nicht korrosiv und elektrisch nichtleitend. Kolophonium ist der Grundbestandteil der Gruppe der 
Kolophonium-Flussmittel (siehe EN ISO 29454). 

3.2.42 
Kolophoniumeinschluss 
unzureichende Lötverbindung, in die Kolophonium eingeschlossen ist 

3.2.43 
Selektivgalvanisieren 
Bereich auf einer beschichteten Leiterplatte, der auslegungsgemäß eine andere Beschichtung aufweist als die 
übrige Platte 

ANMERKUNG  Beispiel: Goldbeschichtete HF-Leiterplatte mit Zinn-Blei-Anschlüssen (Anschlussflächen). 

3.2.44 
Abschirmung 
metallische Umhüllung, die einen oder mehrere Draht/Drähte, Kabel, Kabelgruppe(n) oder eine Kombination 
aus Drähten und Kabeln umschließt und die zur Vermeidung oder Verringerung der Übertragung elektro-
magnetischer Energie zu oder von den umhüllten Leitern dient 

ANMERKUNG  Die Abschirmung enthält auch eine Isolierung, die die metallische Umhüllung bedecken kann. 

3.2.45 
Weichlot 
schmelzbare Legierung aus zwei oder mehr Nichteisenmetallen (gewöhnlich Zinn und Blei), die in 
geschmolzenem Zustand zum Verbinden oder Verschmelzen metallischer Oberflächen und zur Herstellung 
einer elektrischen Verbindung mit niedrigem elektrischem Widerstand verwendet wird 
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3.2.46 
Lötbarkeit 
Eigenschaft einer Oberfläche, sich mit geschmolzenem Lot benetzen zu lassen 

ANMERKUNG  Zur Beurteilung der Lötbarkeit von Leitern gibt es genormte Prüfverfahren. Oberflächen werden als „gut 
lötbar“ angesehen, wenn nach den Verfahren dieser Norm eine Benetzung innerhalb von 3 s erreicht wird und eine 
Entnetzung nicht vor Ablauf von 8 s auftritt. 

3.2.47 
Lotüberzug 
dünne gleichmäßige Lotschicht auf einer Oberfläche 

3.2.48 
Lötbecher 
an einem Ende verschlossener hohler zylindrischer Lötstützpunkt, der einen oder mehrere Leiter aufnehmen 
kann 

3.2.49 
Eiszapfen 
kegelförmige Lotspitze oder scharfkantige Lötstelle, die gewöhnlich durch vorzeitige Kühlung und Erstarrung 
von Lot beim Entfernen der Wärmequellen entsteht 

3.2.50 
Lötauge 
Anschlussfläche auf einer Leiterplatte 

3.2.51 
Weichlöten 
Verbinden metallischer Oberflächen mit Lot ohne direktes Schmelzen der Grundmetalle 

3.2.52 
Lötdauer 
Zeit, die notwendig ist, eine Oberfläche unter festgelegten Bedingungen mit Lot zu benetzen 

3.2.53 
Spannungslinien 
an einer fertigen Lötkehle können drei Arten von Spannungslinien auftreten: 

a) Linien oder Falten parallel zur Montagefläche deuten gewöhnlich auf eine zu lange Lötdauer oder zu 
hohe Löttemperaturen oder auch auf Nacharbeit hin. Sie werden wahrscheinlich beim Löten durch 
Dehnungsunterschiede zwischen dem sich stärker ausdehnenden Leiterplattenbasismaterial und dem 
sich weniger stark ausdehnenden metallischen Material der Verbindung hervorgerufen; 

b) Linien senkrecht zur Montagefläche werden gewöhnlich hervorgerufen, wenn der Löteinsatz zu langsam 
von einer noch flüssigen Lötverbindung entfernt wird; 

c) Linien, die um den Mittelteil der Lötkehle herum verlaufen, sind durch Schrumpfung während der 
abschließenden Erstarrungsphase verursacht 

3.2.54 
Spannungsentlastung 
Verfahren oder Hilfsmittel zur Verringerung mechanischer Spannungen an gelöteten Anschlüssen oder 
Bauelementen auf ein Mindestmaß 

ANMERKUNG  Im Allgemeinen in Form eines Bogens oder einer Schleife aus Massivdraht oder Litze in einem 
Bauelementanschluss, um den Abbau von Spannungen zwischen Anschlüssen zu erreichen, die durch Bewegung oder 
Wärmeausdehnung hervorgerufen werden können. 
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3.2.55 
Stiftlötstützpunkt 
auf einer Leiterplatte stehender, durch diese hindurchgeführter Leiteranschluss 

3.2.56 
Substrat 
tragender dielektrischer Werkstoff, auf den die Elemente einer Schaltung aufgetragen oder montiert werden 

3.2.57 
Anschlussfläche/Anschlussstelle 
leitende Oberfläche auf einer Leiterplatte zur Herstellung elektrischer Verbindungen 

ANMERKUNG  Auch als Leiterplattenlötauge oder Lötauge bezeichnet. 

3.2.58 
Wärmeableiter 
Bauteil mit guter Wärmeleitung zur Ableitung der Wärme von einem zu lötenden Gegenstand 

3.2.59 
Verzinnen 
Überziehen einer Oberfläche mit einer gleichmäßigen Lotschicht vor ihrer Verwendung in einer Lötverbindung 

3.2.60 
Lötspitze 
Kontaktfläche des vordersten Teils des Löteinsatzes 

3.2.61 
Turmlötstützpunkt 
runder pfostenartiger gerillter Bolzen, um den die Leiter vor dem Löten gewickelt werden 

3.2.62 
Benetzen 
durch gleichmäßige, flache Ränder und einen geringen Kontaktwinkel gekennzeichnetes Fließen und Haften 
einer Flüssigkeit auf einer festen Oberfläche 

3.2.63 
Dochtwirkung 
Fließen von geschmolzenem Lot oder Reinigungslösung durch Kapillarwirkung 

ANMERKUNG  Dochtwirkung tritt beim Löten von Litze auf, wobei das Lot in die Litze hineingezogen wird, jedoch 
gewöhnlich an der Außenfläche der Litze nicht sichtbar ist. Die Dochtwirkung kann auch innerhalb des Bogens zur 
Spannungsentlastung bei Bauelementanschlüssen auftreten. 

3.2.64 
Draht 
einzelner metallischer Leiter aus Volldraht oder Litze zum Führen von Strom in einer elektrischen Schaltung, 
ohne metallische(n) Überzug, Umhüllung oder Abschirmung 

ANMERKUNG  In dieser Norm wird die Benennung „Draht“ im Sinne von „isolierter elektrischer Draht“ verwendet. 
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3.3 Abkürzungen 

Für die Anwendung dieser Norm gelten die Abkürzungen in ECSS-S-ST-00-01 und die folgenden Abkürzungen: 

Abkürzung Bedeutung 

AWG amerikanische Drahtnorm, amerikanische Drahtlehre (en: American wire gauge) 

ETFE Ethylen-Tetrafluorethylen (en: ethylene tetrafluoroethylene) 

ESD elektrostatische Entladung (en: electrostatic discharge) 

FEP Fluorethylenpropylen (en: fluorinated ethylene propylene) 

INH1 IEC 61190-1-3 (2002) Bezeichnung des Flussmittels: anorganisch, hohes 
Wirksamkeitsniveau (  2 % Halogenide) 

PCB Leiterplatte (en: printed circuit board) 

PSD spektrale Leistungsdichte (en: power spectral density) 

PTFE Polytetrafluorethylen (en: polytetrafluoroethylene) 

RF Hochfrequenz (en: radio frequency) 

Rg Widerstand gegen Erde (en: resistance to ground) 

Rs Oberflächenwiderstand (en: surface resistance) 

ROH1 (en: IEC 61190-1-3 (2002) Bezeichnung des Flussmittels: Kolophonium, hohes 
Wirksamkeitsniveau (! 2 % Halogenide) 

ROL0 (en: IEC 61190-1-3 (2002) Bezeichnung des Flussmittels: Kolophonium, sehr geringes 
Wirksamkeitsniveau (" 0,01 % Halogenide) 

ROL1 (en: IEC 61190-1-3 (2002) Bezeichnung des Flussmittels: Kolophonium, geringes 
Wirksamkeitsniveau (" 0,15 % Halogenide) 

r.m.s. Effektivwert (en: root-mean-square) 

SMT Oberflächen-Montage-Technologie (en: surface mount technology) 
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1 
Scope 

 ! !

!

!
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2 
Normative references 
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3 
Terms, definitions and abbreviated terms 

3.1 Terms from other standards 

3.2 Terms specific to the present standard 

3.2.1 approval authority 

3.2.2 base laminate 

3.2.3 bifurcated (split) terminal 

3.2.4 bit 

3.2.5 blister 

3.2.6 bridging 
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3.2.7 clinched-lead termination 

 

3.2.8 cold flow 

3.2.9 cold solder joint 

 

3.2.10 component 

3.2.11 component lead 

3.2.12 conductor 

3.2.13 conformal coating 

3.2.14 connection 
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3.2.15 contact angle 

 

3.2.16 contamination 

3.2.17 corrosion 

3.2.18 cracked solder joint 

3.2.19 dewetting 

 

3.2.20 disturbed solder joint 

3.2.21 electrical connection 

3.2.22 eutectic alloy 

 

 

3.2.23 fillet 
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3.2.24 flux 

3.2.25 flux activity 

 

3.2.26 glass meniscus 

3.2.27 haloing 

3.2.28 hook terminal 

3.2.29 icicles 

3.2.30 interfacial connection 

 

3.2.31 lap joint 

3.2.32 measling/measles 

 

3.2.33 multi-layer circuit board 
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3.2.34 pad 

 

3.2.35 pits 

 

3.2.36 plated-through hole 

3.2.37 potting compound 

3.2.38 printed circuit board (PCB) 

 

  

  

  

3.2.39 resin 
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3.2.40 resistance soldering 

3.2.41 rosin 

 

3.2.42 rosin-soldered joint 

3.2.43 selective plating 

 

3.2.44 shield 

 

3.2.45 solder 

3.2.46 solderability 

 

3.2.47 solder coating 
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3.2.48 solder-cup terminal 

3.2.49 solder icicle 

3.2.50 solder pad 

3.2.51 soldering 

3.2.52 soldering time 

3.2.53 stress lines 

 

 

 

3.2.54 stress relief 

 

3.2.55 stud termination 

3.2.56 substrate 
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3.2.57 termination/terminal area 

 

3.2.58 thermal shunt 

3.2.59 tinning 

3.2.60 tip 

3.2.61 turret terminal 

3.2.62 wetting 

3.2.63 wicking 

 

3.2.64 wire 

 

3.3 Abbreviated terms 

Abbreviation Meaning 

AWG 
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ETFE 

ESD 

FEP 

INH1 
 

PCB 

PSD 

PTFE 

RF 

Rg 

Rs 

ROH1 
!

ROL0 
"

ROL1 
"

r.m.s. 

SMT 
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4 
Principles of reliable soldered connections 

  

  

! 

! 

! 

! 

! 
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5 
Preparatory conditions 

5.1 Calibration 

 

 

5.2 Facility cleanliness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Environmental conditions 

 

 

DIN EN 16602-70-08:2015-05 

Full document details: DIN EN 16602-70-08:2015-05

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16602-70-08-2015-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-16602-70-08-2015-05


EN 16602-70-08:2015 (E)

24 

 

  ±  

 

±

 

 

5.4 Lighting requirements 

 

 

5.5 Precautions against static discharges 

5.5.1 General 

 

 

 

 

5.5.2 Precautions against ESD during 
manufacturing 

 

s ! 4 ! 1�

 

g ! 5 ! 9

 g

! 5 ! 7

 

g ! 1�
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